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DESCRIPCION
Placa de compuesto de madera

Una placa de compuesto de madera con (a) una zona del borde (14) que va alrededor y (b) una zona interior (16)
rodeada por la zona del borde (16), se caracteriza porque (c) la resistencia (R) de la zona del borde (14) se ha
incrementado respecto a la de la zona interior (16).

La invencion se refiere a una placa de compuesto de madera con una zona del borde que va alrededor y una zona
interior rodeada por la zona del borde. Segun un segundo aspecto se refiere la invencion a un procedimiento para
fabricar un panel de suelo.

Las placas de compuesto de madera, por ejemplo placas HDF (high density fibre board, panel de fibras de alta
densidad) se utilizan por ejemplo para fabricar paneles de suelo o bien paneles de laminado. Al fabricar los paneles
de suelo deben practicarse en la placa de compuesto de madera perfiles, por ejemplo fresandolos, tal que dos
paneles de suelo puedan unirse entre si. Es deseable fabricar especialmente ligeros los paneles de suelo, ya que
ello exige menos materia prima y generan paneles de suelo mas faciles de transportar y de manejar. No obstante, la
reduccion del espesor del material de la placa de compuesto de madera tiene limites, ya que los perfiles deben
absorber con seguridad las cargas que se presentan cuando se utilizan los paneles de suelo.

Para poder ajustar espesores de material inferiores o densidades aparentes inferiores para placas de compuesto de
madera, se introducen al fabricar paneles de suelo por ejemplo listones de aluminio en los perfiles de los paneles de
suelo, que durante la utilizacién absorben una gran parte de las fuerzas de ensamblaje. No obstante, al respecto es
un inconveniente que es muy costoso alojar los listones de aluminio en la placa de compuesto de madera durante la
fabricacién de los paneles de suelo.

La invencién tiene como tarea basica lograr densidades inferiores y/o densidades aparentes inferiores sin que sufra
por ello la resistencia de una unién por cliqueado de paneles de suelo fabricados a partir de la placa de compuesto
de madera.

La invencion soluciona el problema mediante una placa de compuesto de madera de tipo genérico en la que se ha
aumentado la resistencia de la zona del borde respecto a la de la zona interior. Al respecto ha de entenderse como
zona del borde en cada caso la zona en la que se encuentran posteriormente los perfiles para unir los elementos
individuales. Esto significa que sobre el formato inicial, que puede tener una dimensién claramente mayor, existen
multiples zonas impregnadas. Cuando a continuacién se hable de la zona del borde, se trata por lo general de la
zona del borde/las zonas del borde que al cortar y separar una placa de gran formato quedan en los recortes
resultantes.

Preferiblemente, para aumentar la resistencia, se estabiliza la zona del borde en toda la extension del espesor de la
placa de compuesto de madera con una sustancia de reticulacién posterior.

Segun un segundo aspecto, soluciona la invencion el problema mediante un procedimiento para fabricar una placa
de compuesto de madera con la etapa de la introducciéon de una sustancia de reticulacidon posterior en una zona del
borde de la placa de compuesto de madera, con lo que la sustancia de reticulacién posterior se reticula en la placa
de compuesto de madera y estabiliza la zona del borde. En el marco de la invencion se prevé ademas un
procedimiento para fabricar un panel de suelo con las etapas (a) fabricaciéon de una placa de compuesto de madera
correspondiente a la invencion y (b) introduccién de un perfil en la zona del borde, limitando cada punto del perfil con
una capa de material que posee un espesor minimo predeterminado.

Es una ventaja de la invencion que para fabricar paneles de suelo y suelos de laminado puedan utilizarse placas de
compuesto de madera que poseen un espesor inferior. Con ello las instalaciones de fabricacion de las placas de
compuesto de madera pueden realizar la producciéon con mucha mayor rapidez y economia. Ademas, el transporte y
el manejo son bastante mas agradables para un consumidor del panel de suelo y de la placa de compuesto de
madera.

Otra ventaja adicional es que pueden fabricarse placas de compuesto de madera correspondientes a la invencion
con instalaciones de fabricacion existentes, siendo posible en particular un recubrimiento con ciclo corto.

Ademas es ventajoso que incluso con un espesor reducido o bien densidad aparente reducida de la placa de
compuesto de madera, sean posibles uniones mecanicas resistentes entre dos paneles de suelo fabricados a partir
de placas de compuesto de madera correspondientes a la invencién. Ademas el ventajoso que la sustancia de
reticulacion posterior, que aumenta la resistencia de la zona del borde, por lo general sea acuifuga, con lo que se
evita que se hinche la zona del borde.
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En el marco de la presente descripcion se entiende bajo sustancia de reticulacion posterior una sustancia que
reacciona quimicamente tras introducirla en la zona del borde. Por ejemplo se polimeriza la sustancia de reticulacion
posterior o reacciona con partes integrantes de la placa de compuesto de madera, por ejemplo con virutas de
madera.

Al sefialar la caracteristica de que la sustancia de reticulacion posterior aumenta la resistencia de la zona del borde,
se entiende en particular que la resistencia a la traccion transversal de la zona del borde es significativamente mayor
tras aportar la sustancia de reticulacion posterior que antes de aportar la sustancia de reticulacion posterior y la
subsiguiente reticulacion posterior.

Es posible, pero no necesario, que se apoye la reticulacion posterior, por ejemplo aportando una radiaciéon de
microondas, calor o similar.

Bajo zona del borde se entiende en particular una parte del volumen de la placa de compuesto de madera que se
extiende a lo largo del borde por todo el espesor de la placa de compuesto de madera. Por ejemplo cuando tiene la
zona del borde una extension de mas de 1 cm de un borde que va alrededor de la placa de compuesto de madera.
Cuanto mas ancha sea la zona del borde, tanto mas favorablemente se influye sobre las caracteristicas de
resistencia de la placa de compuesto de madera. A la vez aumentan por supuesto los costes con la sustancia de
reticulacion posterior. La zona del borde se elige asi ventajosamente tan ancha que una ampliacién adicional de la
zona del borde ya no incrementa significativamente la resistencia de un perfil realizado para fabricar un panel de
suelo.

Segun una forma de ejecucion preferente, presenta la zona del borde un contenldo en sustancia de retlcuIaC|on
posterior tal que su resistencia a la traccion transversal sobrepasa los 2,3 N/mm?, en particular los 2,5 N/mm?.

Se ha comprobado que son especialmente adecuadas sustancias de reticulacion posterior que constan de al menos
un compuesto que presenta grupos NCO, siendo la proporcion relativa de los grupos NCO en una masa molar de los
compuestos superior al 15%. Los grupos NCO o grupos ciano de una molécula contribuyen fuertemente a que la
resistencia de la sustancia de reticulacion posterior sea grande. La proporcion relativa media de los grupos NCO en
la masa molar de los compuestos se calcula dividiendo el peso molecular del grupo NCO por el peso molecular de la
molécula completa. Este proceso se realiza para todos los compuestos existentes en la sustancia de reticulacion
posterior y a partir de los correspondientes resultados se calcula un valor medio ponderado con la proporcién molar
del correspondiente compuesto.

Se ha comprobado que como sustancia de reticulacion posterior son especialmente adecuados prepolimeros de
isocianato, polimeros de poliuretano y/o resinas epoxy. Estos compuestos se encuentran en la placa de compuesto
de madera terminada como polimeros, pero por lo general se alojan como prepolimeros en la placa de compuesto
de madera.

Pueden lograrse resistencias especialmente elevadas cuando la zona del borde presenta un contenido en sustancia
de reticulacion posterior de mas de 500 g/m Se ha comprobado que un contenido en sustancia de reticulacion
posterior en la zona del borde de mas de 1500 g/m ya no aporta por lo general ventajas adicionales.

Cuando estan determinadas las dimensiones y con una resistencia predeterminada en la zona del borde, se logra
una masa especialmente baja para la placa de compuesto de madera cuando la densidad aparente en la zona del
borde corresponde a una densidad aparente de la zona del borde que es mayor que una densidad aparente de la
zona interior correspondiente a la zona interior. Por ejemplo la densidad aparente en la zona del borde es en mas de
un 8% superior a la densidad aparente de la zona |nter|or Entonces se encuentra la densidad aparente de la zona
del borde preferiblemente por encima de 800 kg/m Es ventajoso ademas que la densidad aparente de la zona
interior se encuentre por debajo de 750 kg/m

El consumo de sustancia de reticulacion posterior o bien de prepolimero es especialmente bajo cuando
esencialmente solo la zona del borde contiene sustancia de reticulacion posterior. Bajo ello ha de entenderse que la
concentracion de una sustancia de reticulacion posterior en la zona del borde es significativamente mayor que en la
zona interior, por ejemplo en mas de 5 veces. En particular es posible tratar la zona interior con sustancia de
reticulacion posterior, pero no es necesario.

Asi se obtiene a partir de la placa de compuesto de madera por ejemplo un panel de suelo en el que se realiza un
perfil para la unién con otros paneles de suelo en la zona del borde, por ejemplo fresandolo y/o estampandolo.

En el marco de un procedimiento correspondiente a la invencion se absorbe en la placa de compuesto de madera la
sustancia de reticulacién posterior, es decir, la sustancia que por ejemplo se polimeriza en la placa de compuesto de
madera o que se une con otros componentes, bajo la accion de la depresion. Para ello se aplica por ejemplo sobre
una cara de la placa de compuesto de madera la sustancia de reticulacién posterior. Sobre el lado opuesto se
encuentra un listdn de aspiracion, que absorbe la sustancia de reticulacion posterior aplicada hacia dentro de la
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placa de compuesto de madera. Preferiblemente se aplica la sustancia de reticulacion posterior exclusivamente en la
zona del borde.

La placa de compuesto de madera puede ser una placa MDF (de fibras de densidad media) o una placa HDF (de
fibras de alta densidad). El panel de suelo esta preferiblemente configurado para realizar una unién sin encolado
mediante ranura y lengleta.

A continuacioén se describira la invencion mas en detalle en base a los dibujos adjuntos. Al respecto muestra

figura 1 una vista esquematica de una placa de compuesto de madera correspondiente a la invencion y
figura 2 un panel de suelo correspondiente a la invencion.

La figura 1 muestra una primera placa de compuesto de madera 10.1 y una segunda placa de compuesto de madera
10.2, fabricadas serrando una placa de compuesto de madera completa a lo largo de una linea de corte 12. La placa
de compuesto de madera 10.1 posee una zona del borde 14.1, que se extiende a lo largo de la linea de corte 12 y
que discurre por toda la extension del espesor correspondiente al espesor D de la placa de compuesto de madera
10.1. La zona del borde 14.1 tiene una anchura B de por ejemplo 1 a 3 cm. Igualmente tiene la placa de compuesto
de madera 10.2 una zona del borde 14.2, que igualmente viene delimitada por la linea de corte 12 y que posee la
misma anchura B. Mas alla de las zonas del borde 14.1, 14.2 se extienden las correspondientes zonas interiores
16.1y 16.2 de las placas de compuesto de madera 10.1 y 10.2 respectivamente.

Las zonas del borde 14.1, 14.2 contienen una sustancia de reticulacion posterior, que les confiere una resistencia
mayor que la de las zonas interiores 16.1, 16.2. La sustancia de reticulacion posterior es un prepolimero de
poliuretano que se ha unido en las zonas del borde 14.1, 14.2 con otros componentes de las placas de compuesto
de madera 10.1 y 10.2 al realizar la polimerizacion.

Para introducir la sustancia de reticulacion posterior en las zonas del borde 14.1, 14.2, se aplica la sustancia de
reticulacion posterior sobre por ejemplo una cara superior 18, por ejemplo mediante pintura, pulverizacion,
hinchamiento o por rodillo. En la zona del borde 14.1, 14.2 se apoya en la cara inferior 19 un listén de aspiracién con
sus juntas y genera una depresion, en la figura 1 por debajo de la zona del borde 14.1, 14.2. Mediante esta
depresién se absorbe rapidamente la sustancia de reticulacion posterior aplicada sobre la cara superior 18 en la
zona del borde 14.1, 14.2.

La sustancia de reticulacion posterior se ha elegido tal que tras introducirla en la zona del borde 14.1, 14.2 se
reticula y aumenta la resistencia. Para fabricar una placa de compuesto de madera de HDF 10.1, 10.2, que puede
tener por ejemplo un espesor D inferior a 10 mm por ejemplo 8 mm, se introduce el prepolimero de poliuretano con
una densidad superficial aparente de 750 kg/m En este prepolimero de poliuretano el contenido en grupos NCO es
superior al 20%, de lo que resulta un aumento de la resistencia especialmente grande. Para tener que utilizar la
menor cantidad posible de prepolimero de poliuretano, se aplica sélo en las zonas del borde 14.1, 14.2, pero no en
la zona interior 16. La zona del borde 14.1, 14.2 donde se ha introducido tiene, para que tenga que utilizarse una
cantidad lo menor posible de prepolimero de poliuretano, una anchura de por ejemplo menos de 10 cm, en particular
inferior a 5 cm.

Mediante la introduccion de la sustancia de reticulacion posterior, en el presente ejemplo en forma del prepolimero
de poliuretano, aumenta la resistencia a la traccién transversal Rquer hasta mas de 2,5 N/mm?. La resistencia a la
traccién transversal es la resistencia en la direccion transversal, que viene indicada por la flecha Q. La resistencia a
la traccién transversal Rquer €s Una medida importante de la resistencia que puede alcanzarse en un perfil de fresado
en la zona del borde 14.1, 14.2 de un panel de suelo fabricado a partir de la placa de compuesto de madera Las
reS|stenC|as usuales a la traccion transversal se encuentran para placas de HDF en Rquer = 1,2 N/mm? hasta 2,0
N/mm?.

Mediante el aumento de la resistencia a la traccion transversal Rquer debido a la sustanma de reticulacion posterior,
es posible elegir una densidad aparente en la zona interior Pron innen inferior a 830 kg/m sin que de ello resulten
inconvenientes en el tratamlento posterior. La densidad aparente en la zona del borde pronrand  puede seguir siendo
de entre 850 y 900 kg/m para aumentar la resistencia a la traccién transversal Rquer-

La figura 2 muestra paneles de suelo 20.1, 20.2, fabricados a partir de las correspondientes placas de compuesto de
madera 10.1 y 10.2 respectivamente practicando los correspondientes perfiles 22.1, 22.2. Los perfiles 22.1, 22.2
estan por ejemplo fresados o estampados.

Debido a que puede reducirse la densidad media Pmitel de la placa de compuesto de madera 10 a partir de la cual
estan fabricados los paneles de suelo 20.1, 20.2, se facilitan el manejo y el transporte del panel de suelo 20, lo que
resulta favorable para el usuario. Ademas da lugar el descenso de la densidad aparente a un mejor comportamiento
al transitar por encima, en cuanto al sonido de las pisadas y al sonido espacial.
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Las placas de compuesto de madera 10.1, 10.2 o bien la placa de compuesto de madera completa pueden
fabricarse sin problemas mediante recubrimiento de ciclo corto, la primera etapa de produccion cuando se fabrican
los paneles de suelo. También con las densidades aparentes pon antes indicadas siguen siendo posibles
recubrimientos de ciclo corto. Dado el caso deben adaptarse en la fabricacién parametros de la fabricacién, como
por ejemplo la presion o la temperatura.

Mediante la introduccion de la sustancia de reticulacidon posterior se reduce ademas la capacidad de absorber agua
de la zona del borde 14.1, 14.2 y con ello del perfil 22.1, 22.2. No obstante, sefialemos que la introduccion de la
sustancia de reticulacion posterior no es una impregnacion superficial del perfil, ya que los medios de impregnacion
no tienen el efecto de aumentar la resistencia y sélo sirven para repeler el agua. Otras sustancias de reticulacion
posterior adecuadas son polimeros de isocianato, polimeros de poliuretano y/o resinas epoxy, pudiendo utilizarse
también mezclas.

Lista de referencias

10 placa de compuesto de madera
12 linea de corte

14 zona del borde

16 zona interior

18 cara superior

19 cara inferior

20 panel de suelo

21 Perfil

Proh,Rand densidad aparente en la zona del borde
Proh,innen densidad aparente en la zona interior
Q direccion transversal

R resistencia

Rquer  resistencia a la traccion transversal
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REIVINDICACIONES

Placa de compuesto de madera con

(a) una zona del borde (14) que va alrededor y (b) una zona interior (16) rodeada por la zona del borde (14),
caracterizada porque (c) la resistencia (R) de la zona del borde (14) se ha incrementado respecto a la de la
zona interior (16).

Placa de compuesto de madera segun la reivindicacion 1,
caracterizada porque para aumentar la resistencia (R) la zona del borde (14) esta estabilizada en toda la
extension del espesor (D) de la placa de compuesto de madera(10) con una sustancia de reticulacion posterior.

Placa de compuesto de madera segun la reivindicacion 2,
caracterizada porque la zona del borde (14) presenta un contenido en sustancia de reticulacién posterior tal
que su resistencia a la traccion transversal (Rquer) Sobrepasa los 2,3 N/mm?, en particular los 2,5 N/mm?

Placa de compuesto de madera segun una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizada porque
— la sustancia de reticulacion posterior estd formada por al menos un compuesto que presenta grupos NCO,
— siendo la proporcion relativa de los grupos NCO en una masa molar de los compuestos en promedio
superior al 15%.

Placa de compuesto de madera segun una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizada porque la sustancia de reticulacion posterior incluye un polimero de isocianato y/o un polimero de
poliuretano y/o resina epoxy.

Placa de compuesto de madera segun una de las reivindicaciones precedentes,
caractzerizada porque la resistencia a la traccion transversal (Rquer) €n la zona interior es como méaximo de 1,2
N/mm*.

Placa de compuesto de madera segun una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizada porque la zona del borde (14) presenta un contenido en sustancia de reticulaciéon posterior de
mas de 500 g/m?.

Placa de compuesto de madera segun una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizazda porque la zona del borde (14) presenta un contenido en sustancia de reticulacion posterior inferior
a 1500 g/m”.

Placa de compuesto de madera segun una de las reivindicaciones precedentes,

caracterizada porque la densidad aparente de la zona del borde (14) corresponde a una densidad aparente en
la zona del borde (prand) que es mayor que una densidad aparente en la zona interior (pinnen) correspondiente a la
zona interior (16).

Placa de compuesto de madera segun una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizada porque la densidad aparente en la zona del borde (prand) €S superior en mas de un 8% a la
densidad aparente en la zona interior (Pinnen)-

Placa de compuesto de madera,
caracterizada porque la densidad aparente en la zona del borde (prand) S€ €ncuentra por encima de 800 kg/m3.

Placa de compuesto de madera,
caracterizada porque la densidad aparente en la zona interior (pinnen) S€ €ncuentra por debajo de 750 kg/m3.

Placa de compuesto de madera segun una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizada porque solo la zona del borde (14) contiene sustancia de reticulacion posterior.

Panel de suelo formado a partir de una placa de compuesto de madera segun una de las reivindicaciones
precedentes,
que presenta en la zona del borde (14) un perfil (22) para la unién con otros paneles de suelo (20).

Procedimiento para fabricar una placa de compuesto de madera (10) con la etapa:

introduccion de una sustancia de reticulacion posterior en una zona del borde (14) de la placa de compuesto de
madera (10), tal que la sustancia de reticulacion posterior se reticula en la placa de compuesto de madera (10) y
estabiliza la zona del borde (14).
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